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(57) Zusammenfassung: Beschrieben wild ein Leiteiplattenelement (11) bzw. dessen Herstellung, wobei ausgehend von einem 
Leiterplatten-Substrat (12) mit zumindest einer Leiterlage (13) diese Leiterlage (13) strukturiert und darauf Edelmetall (16) auf- 
gebracht wird; die Leiterlage (13) wird, vorzugsweise nach dem Strukturieren, an der Oberflache aufgeraut und das Edelmetall 
als Schicht (16) im Wesentlichen auf der gesamten strukturierten, aufgerauten Leiterlage (13) aufgebracht, wobei die Edelmetall- 
schicht-Oberflache eine entsprechende Rauheit (8') erhalt. 



